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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件等同采用IEC62047-11:2013《半导体器件 微机电器件 第11部分:微机电系统中无需支

撑物材料线性热膨胀系数试验方法》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———为与现有国家标准协调,将标准名称改为《微机电系统(MEMS)技术 微机电固态材料线性

热膨胀系数测试方法》;
———为使公式变量的表示方式一致,将公式(2)所有变量的符号以括号形式增加在相应正文中。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国微机电技术标准化技术委员会(SAC/TC336)提出并归口。
本文件起草单位:北京晨晶电子有限公司、中机生产力促进中心有限公司、芯联集成电路制造股份

有限公司、上海无线电设备研究所、中电科芯片技术(集团)有限公司、无锡华润上华科技有限公司、电子

科技大学、浙江舜辉光学科技有限公司、中国航天时代电子有限公司、北京智芯微电子科技有限公司、东
南大学、中国科学院重庆绿色智能技术研究院、西安现代控制技术研究所、左蓝微(江苏)电子技术有限

公司、上海新微技术研发中心有限公司、宁波中车时代传感技术有限公司、浙江大学、北京大学南昌创新

研究院、昆山昆博智能感知产业技术研究院有限公司、深圳市英唐智能控制股份有限公司。
本文件主要起草人:汤一、李根梓、闾新明、贺伟炜、周哲、夏长奉、孙圣、张晓升、宋云峰、宋健民、

要彦清、方东明、周再发、王金玉、刘奎、张树民、娄亮、王冲、侯晓伟、董树荣、张舒楠、陈得民、张森、
陈立国、江丽娟。
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微机电系统(MEMS)技术

微机电固态材料线性热膨胀

系数测试方法

1 范围

本文件描述了用于微机电系统、微机械以及其他微加工工艺的金属、陶瓷、聚合物等类别固态材料

线性热膨胀系数测量方法。
本文件适用于尺度范围是长度0.1mm~1mm、宽度10μm~1mm、厚度0.1μm~1mm,温度范

围是室温至该材料熔点的30%的固态材料的线性热膨胀系数测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

IEC62047-3 半导体器件 微电子机械器件 第3部分:拉伸试验用薄膜标准试验片(Semicon-
ductordevices—Micro-electromechanicaldevices—Part3:Thinfilmstandardtestpiecefortensiletes-
ting)

3 术语、定义和符号

3.1 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

3.2 符号

下列符号适用于本文件,见表1。

表1 符号和说明

符号 单位 说明

d μm 标记间距

L0 μm 试样的初始长度

LT μm 温度为T 时试样长度

T ℃ 温度

t μm 试样厚度

w μm 试样宽度
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